ID 54C CARACTERIZACION DE MATERIALES
10 U.D.

REQUISITOS: ID 42A/Ql 42 Z/(ME 42A, ME 42B)/CI 34A DH: (3.0-3.0-4.0)
CARACTER : Obligatorio de Ingenieria en Materiales.
OBJETIVOS:

Generales:

a) Conocer, entender y aplicar al estudio de materiales, las diferentes técnicas que
permitan caracterizar los materiales.

Especificos:

a) Conocer y entender las técnicas de microscopia Optica, microscopia electronica de
transmision, microscopia electronica de barrido, fluorescencia de rayos X y
difraccion de rayos X.

b) Conocer y entender las técnicas de inspeccion mediante ensayes destructivos y no
destructivos.

c) Aplicar estas técnicas al estudio de materiales.

d) Analizar los datos recopilados por alguna de estas técnicas e interpretarlos.

CONTENIDOS: Hrs. de clases
1. Técnicas especiales
a. Introduccidn general sobre microscopia. Interaccion haz de
electrones con un sélido. Optica Electronica 6.0
b. Microscopia Electronica de Transmision (MET):

Descripcion del MET. Difraccion de electrones.
Contraste de defectos cristalinos. Campo oscuro.
Difraccion de area selecta. Interpretacion de imagen y aplicaciones. 6.0

C. Microscopia Electrénica de Barrido (MEB): Descripcion del MEB.
Detectores de sefiales. Formacion de imagenes.
Mecanismos de contraste. Aplicaciones. 6.0

d. Microanalisis, Fluorescencia y Difraccion de Rayos X:
Fundamentos. Espectro de rayos X.
Anélisis cualitativo y cuantitativo. Aplicaciones. 6.0



2.

Ensayes Destructivos y No-destructivos

a. Defectologia: Defectos y discontinuidades. Defectos de origen
metalUrgico. Defectos de procesado. Defectos de servicio.
Defectos de soldadura. 4.5

b. Ensayes no Destructivos: Radiografia industrial. Ultrasonidos.
Métodos Superficiales. Emision acustica. Termografia.
Interpretacion de resultados. Aplicaciones. 9.0

C. Ensayos Destructivos: Ensayos Estaticos de Tension y
Compresion. Ensayos Estaticos de Corte y Flexion.
Ensayos de Dureza. Ensayos a la Fatiga. Alcance y aplicabilidad. 7.5

ACTIVIDADES:

Clases, laboratorios y tareas.

EVALUACION:

Controles, informes de laboratorio y tareas.
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RESUMEN DE CONTENIDOS:

Técnicas especiales: Introduccion general sobre microscopia, interaccion haz de

electrones con un sdlido, dptica electrénica; microscopia electronica de transmision (TEM);
microscopia electronica de barrido (MEB); microanalisis, fluorescencia y difraccion de rayos X.
Ensayes destructivos y no-destructivos: Defectologia; ensayes no-destructivos; ensayos
destructivos.



